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L1 サブミクロン Au 粒子を用いた低温封止接合 (田中貴金属工業㈱ 小柏俊典) 

 
 

       

Au 粒子焼結体の圧縮変形(200℃)で出現する緻密組織を用

いて、ｳｴﾊﾚﾍﾞﾙの気密封止技術を開発しました。接合材から

のｱｳﾄｶﾞｽが抑制出来ることから、ｹﾞｯﾀｰﾌﾘｰの実装技術を目

指します。 
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ｳｴﾊﾚﾍﾞﾙ封止ﾌﾟﾛｾｽ 

ダイアフラム付ウェハの接合 ﾁｬﾝﾊﾞ減圧に伴うﾀﾞｲｱﾌﾗﾑの変位

偏すダイアフラム付ウェハの接合 

He リーク測定結果

 
 ダイアフラム付ウェハの接合 

ﾘﾑ封止部の SEM 断面観察

 
 ダイアフラム付ウェハの接合 

Au 粒子による封止構造 

Au 粒子ﾍﾟｰｽﾄﾊﾟﾀｰﾝのｽﾃﾝｼﾙ印刷 (AuRoFUSETM) 


